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RESUMO

“Gestdo de calor em conjuntos de cartas de circuito”

Um conjunto de cartas de circuito compreende uma PCB
(1), que tem primeira e segunda faces maiores opostas com um
primeiro par dos bordos alongados (4, b5) que se prolongam
entre as mesmas. As camadas de gestdo de calor estéao
dispostas dentro do CCA e/ou da PCB (1), as quais se
prolongam para os ditos bordos (4, 35), e uma barra de
condugdo térmica (8) estd engatada numa ranhura (6)
proporcionada em cada um dos bordos alongados (4, 5). Cada
barra de condutora (8) prolonga-se através de, pelo menos, a
espessura da PCB (1), estando, de preferéncia, uma face
nivelada com uma das faces maiores da PCB (1) e estd
termicamente ligada a(s) camada(s) de gestdo de calor por
meio térmicos de ligagdo de modo a conduzir o calor, vindo da
ou de cada camada de gestdo de calor, para a dita barra (8).
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DESCRICAO
“Gestdo de calor em conjuntos de cartas de circuito”

Este invento refere-se a gestdo de calor em conjuntos de
cartas de circuito (em seguida referidas por CCA), e numa
concretizagdo preferida proporciona um CCA gue tem melos
aperfeicoados para remocao do calor, wvindo das camadas de
gestdo de calor da placa de circuito impresso (em seguida
referida por PCB) e do conjunto.

E bem conhecido na indtstria electrénica proporcionar
PCB com camadas de gestdo de calor. Uma camada de gestao de
calor consiste numa camada de material gue tem uma
condutividade térmica relativamente alta, incorporado dentro
de um CCA e/ou PCB para auxiliar a remocgdo do calor do CCA.
Em PCB e CCA de camadas mnultiplas tipicos podem ser
proporcicnadas diversas camadas de gestdo de calor.

Até agora, & disposigdo habitual para remocgao do calor,
vindo das camadas de gestdo de calor, consistia em
proporcicnar uma multiplicidade de vias numa ou mais regibes
de bordo das PCB, passando as vias através da ou de cada
camada de gestdo de calor. As vias estavam revestidas através
das mesmas com uma camada metdlica, a gqual contactava a ou
cada camada de gestdo de calor e prolongavam-se através de
toda a espessura da PCB. Uma superficie da PCB estava provida
com uma camada metdlica superficial, na qual estava fixa uma
barra por soldadura c¢om solda. Durante o processo de
soldadura com solda, a solda enchia as vias e o espag¢o entre
a barra e a camada metdlica na superficie da PCB. O CCA com a
barra fixa era entdo ligado a um conjunto de remoc¢do de calor
adequado, proporcionando a barra meios de condugdo do calor
vindo das camadas de gestao de calor para o conjunto de
remogdc de calor através do revestimento através das vias,
enchendo a solda as vias, a solda entre a barra e a PCB, e a
propria barra.

Em US-A-5986887, na qual se baseia o predmbulo da
reivindicacao 1, é descrito um conjunto empilhado de placas
de circuito que tem uma pluralidade de placas de circuito
impresso empilhadas com barras de condugdo intercaladas entre
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as placas adjacentes. Cada placa tem uma camada condutora gue
se prolonga no plano da placa e que conduz as vias, as guais
penetram através da placa, de modo a acoplar termicamente a
camada condutora as barras de conducdo sobre e subjacentes
para conducdo do calor para fora da placa. E também
mencionada a possibilidade das Dbarras de condugado se
prolongarem parcial ou completamente para dentro ou através
das placas de circuito.

Fol agora pensada uma disposigdo de CCA aperfeigoada, a
qual oferece um certo nUmero de vantagens em relagdo a
técnica anterior como descrito acima.

De acordo com o© presente inventc € proporcionado um
conjunto de cartas de circuito que compreende a PCB, que tem
primeira e segunda faces maiores opostas com, pelo menos, um
bordo exterior alongado, que se prolonga entre as mesmas; e,
pelo menos, uma camada de gestdo de calor dentro do CCA,
caracterizado por a camada de gestdao de calor se prolongar
para o dito bordo exterior; estando uma barra de condugao
térmica localizada no dito bordo e prolongando-se através de,
pelo menos, a espessura da PCB; e por o dito bordo estar
revestido com um material termicamente condutor, o gqual liga
termicamente a ou cada camada de gestdo de calor a dita barra
termicamente condutora, de modo a conduzir o calor vindo da
ou de cada camada de gestdo de calor directamente para a dita
barra.

A referéncia acima e em seguida a PCB destina-se a
cobrir as placas de circuito impresso, as placas de cablagem
impressa e semelhantes.

Com uma tal disposigdo, a barra de conducdc térmica estd
localizada no mesmo plano do que a PCB, em vez de estar entao
localizada na superficie da PCB, como na técnica anterior. A
barra desejavelmente é algc mais grossa do que a PCB e nesta
medida projecta-se para além da superficie da PCB em, pelo
menos, um lado da mesma. No entanto, a caracteristica critica
¢ que a barra de conducao térmica se prolonga para dentro da
espessura da PCB, pelo que as camadas de gestdo de calor
podem ser substancial e directamente ligadas a barra de
conducgao térmica. Isto contrasta com a técnica anterior, na
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qual as camadas de gestdo de calor estavam ligadas af(s)
barra(s) de gestao de calor pelo revestimento de metal e
enchimento de solda das vias proporcionadas na PCB.

O bordo pode ser um bordo de uma ranhura, formado na PCB
ou pode ser um bordo lateral da PCB.

De preferéncia, o bordo €& revestido, utilizando um
material de conducgao térmica adequado (por exemplo, cobre,
estanho, niquel) e o material de revestimento ¢ ligado a
barra de condugdo térmica por um material de alta condugdo
térmica, por exemplo, solda ou um composto de condugdo
térmica ndo metalico.

Para além de proporcionar a remocdo aperfeigoada do
calor, vindo das camadas de gestdo de calor, o presente
invento oferece um certo numero de vantagens adicionais. Em
particular, a espessura total do CCA, na =zona da barra de
conducao térmica, pode ser determinada pela espessura da
propria barra de conducgdo térmica. Uma vez que esta espessura
pode ser determinada com um elevado grau de precisdo, os CCA
podem  ser facilmente fabricados, tendo uma espessura
conhecida na regido da barra de condugdo térmica. Isto
contrasta com a técnica anterior, na qual a barra de gestao
de calor ¢é segura na superficie da PCB por socldadura com
solda. Com uma tal disposicdo, a espessura total do CCA na
regido da barra de gestdo de calor seria a soma da espessura
da PCB, da espessura de qualquer revestimento aplicado na
superficie da PCB, da espessura de qualquer solda, entre a
PCB e a barra de gestdo de calor, e da espessura da proépria
barra de gestdo de calor. A acumulagdo das tolerédncias de
fabrico dentro dos varios componentes, que fazem parte da
espessura total, significa que, na técnica anterior, apesar
dos passos especials (tal como um passo de fresagem prévia
para reduzir a espessura da PCB para um valor conhecido) que
eram realizados, a espessura total do CCA na regido da barra
de gestdoc de calor era altamente varidvel.

Uma vantagem adicional do presente invento € que a barra
de condugdo térmica proporciona uma ligagdo com alta
condutividade térmica, <cue se prolonga através de toda a
espessura da PCB. Se for proporcionado um dissipador de calor
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para remover o calor vindo da barra, ou para remover ¢ calor
directamente dos componentes montados no CCA, o dissipador de
calor pode ser trazido para contacto térmico directo com a
barra de conducdo térmica, quer por aperto da periferia do
dissipador de calor contra a barra de conducgao térmica, quer
aplicando um material de condug¢do térmica adequado (por
exemplo, um composto ou sclda de alta condutividade térmica),
entre o dissipador de calor e a barra de condugdo térmica.
Com uma tal disposicdo o CCA e o conjunto de dissipador de
calor podem ser apertados a um conjunto de remocgdo de calor
(por exemplo, uma caixa com parede arrefecida) pelo aperto do
dissipader de calor e da barra do CCA contra as faces opostas
proporcicnadas no conjunto de remogdo de calor. Uma tal
disposicdo proporciona remocao de calor altamente eficaz do
CCA e do conjunto de dissipador de calor.

O invento serd melhor compreendido a partir da descrigéo
que se segue de uma concretizacdo preferida do mesmo dada
apenas por meio de exemplo, sendo feita referéncia aos
desenhos anexos, em que:

a Figura 1 ¢é uma vista de topo de uma PCB para
utilizacdo de acordo com o presente invento;

a Figura 2 é um corte transversal por uma linha II-II da
Figura 1.

Referindo em primeiro lugar a Figura 1 estd ilustrada
uma PCB de camadas multiplas 1. Como serd apreciado pelos
especialista na técnica, numa PCB de camadas multiplas
tipica, pelo menos, uma, e provavelmente uma pluralidade, das
camadas de gestdo de calor, ¢ proporcionada dentro da
espessura da PCB para conduzir o calor para fora das regiBes
centrais da PCB para os bordos 2, 3 da mesma, Como serd
apreciado pelos especialistas na técnica, na técnica anterior
a por¢ao da PCB adjacente aos bordos 2, 3 estava provida com
uma pluralidade de vias perfuradas, as quais tinham sido
revestidas através para proporcionarem uma ligacdo térmica as
camadas de gestadao de calor. A superficie da PCB 1 na regiao
dos bordos 2, 3 estava provida com uma camada metdlica, a
qual estava ligada termicamente ac revestimento sobre as vias
e uma barra de gestdo de calor estava soldada com solda na
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superficie da PCB, enchendo a sclda o espago entre a barra de
gestdao de calor e o revestimento de superficie, e
infiltrando-se também nas vias revestidas para proporcionar
condutividade térmica adicicnal.

Pelo contrdario, no caso da concretizacdo ilustrada do
presente invento é proporcionado um bordo 4, 5, o qual liga a
face superior ilustrada da PCB a face inferior. No caso do
bordo 4, o bordo estd provido com uma ranhura 6, a gual é
fresada através da espessura da PCB na regido do bordo 2. No
caso do bordo 5, o bordo ¢ proporciocnado por uma reentrancia
7 fresada dentro do bordo da PCB 3. Em ambos 0Ss casos, 08
bordos 4, 5 interceptam as camadas de gestdo de calor, de
modo gque num bordo cada camada de gestdo de calor fica
exposta no respectivo bordo 4 ou 5. Serd apreciado que na
maioria das instalagdes serd proporcionada quer uma ranhura
fresada 6 em ambos os bordos opostos da PCB quer uma
reentrincia fresada 7 em ambas as extremidades opostas da
PCB. A PCB que tem uma ranhura fresada e uma reentréncia esta
mostrada apenas para ilustrar as possibilidades alternativas
para proporcionar um bordo, tal como requerido pelo presente
invento.

Referindo agora a Figura 2, € mostrado um corte pela
linha II-II da Figura 1. O bordo 4 estd, de preferéncia,
revestido por metal, de modo a proporcionar uma ligagdo
térmica intima aos bordos expostos da ou de cada camada de
gestdao de <calor. Uma barra de condugcdo térmica 8 esté
localizada dentro da ranhura 6 e prolonga-se a partir da
superficie superior adjacente 9 da PCB 10 para baixo para
além da superficie inferior 10 da PCB 1. A barra 8 esta
ligada ao Dbordo 4 por um material de 1ligagdo térmica
adequado, por exemplo, uma solda ou um material de ligacgdo
térmica nao metdlico. O efeito desta disposigdo ¢é
proporcionar uma liga¢do térmica muito mais directa entre as
camadas de gestdo de calor da PCB 1 e a barra de condugdo
térmica 8 do que era possivel na técnica anterior, na qual
uma barra de gestdo de calor era segura a uma das superficies
maiores da PCB.

Como ilustrado, a PCB 1 estda provida com um dissipador
de calor 11. 0O dissipador de calor 11 inclui uma flange
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periférica 12, a qual esta em contacto térmico directo com a
barra 8. Se desejado, pode ser proporcionado um material de
interface metdlico ou ndo metalico entre a flange 12 e a
barra 8. O dissipador de calor 11 pode ser proporcionado quer
como melos de remocao do calor vinde da barra 8, quer
principalmente como meios de remocdo de calor a partir de um
componente montado no CCA. Neste ultimo caso, o calor sera
removido a partir de todo o conjunto pelo aperto da barra 8 e
da flange 12 entre o0s componentes adequados de um conjunto de
remocdc de calor, por exemplo, ranhuras numa parede de caixa
arrefecida. Deve ser notado que a espessura total do conjunto
na regido de aperto é feita substancial e inteiramente da
espessura da barra de condugdo térmica 8 e da espessura da
flange 12. A espessura destes componentes pode ser bem
controlada e, por conseguinte, podem ser esperadas variacgdes
de toleradncia relativamente pequenas na espessura total do
conjunto. Isto é altamente desejavel se o conjunto é para ser
utilizado num conjunto com tolerdncias apertadas. Além disso
uma vez que a barra 8 e o dissipador de calor 11 podem ser
feitos de um material altamente incompressivel, por exemplo,
a metal sélido, podem ser mantidas forcgas de aperto muito
mais altas através de uma gama de temperaturas mais ampla
entre 0s mesmos e a estrutura de remoc¢do de calor do gque era
possivel com a técnica anterior.

Lisboa,



EP 1 610 596 /PT

1/2

REIVINDICACOES

1 - Conjunto de cartas de circuito gue compreende uma
PCB (1), que tem primeira e segunda faces maiores opostas (9,
10) com, pelo menos, um bordo exterior alongado (4, 5) que se
prolonga entre as mesmas; e, pelo menos, uma camada de gestdo
de calor dentro do CCA, caracterizado por a camada de gestao
de calor se prolongar para © dito bordo exterior alongado;
estando uma barra termicamente condutora (8) localizada no
dito bordo (4, 5) e prolongando-se através de, pelo menos, a
espessura da PCB (l1); e por o dito bordo (4, 5) estar
revestido com um material de condugdo térmica, o qual liga
termicamente a ou de cada camada de gestdo de calor a dita
barra termicamente condutora (8), de modo a conduzir o calor
vindo da ou de cada camada de gestdo de calor directamente
para a dita barra (8).

2 — CCA de acordo com a reivindicac¢ao 1, em que 0 ou
cada bordo alongado tem um recesso (7), formado no mesmo, no
qual estd localizada a barra condutora associada (8).

3 — CCA de acordo com a reivindicagao 1 ou 2, em que oS
materiais de conducgdo térmica sobre o ou cada bordo (4, 5)
estdo ligado a barra de condugdo térmica (8) por um material
de alta conducdo térmica.

4 - CCA de acordo com a reivindicagdo 3, em que ©
material de alta conducdo térmica ¢ seleccionado a partir do
grupo que compreende solda, metal revestido, e um composto de
condugdo térmica ndo metdlico.

5 — CCA de acordo com qualquer das reivindicacdes
antericres, em gque a ou cada barra de conducdo térmica (8)
estd nivelada com, pelo menos, a dita primeira face maior
oposta (9).

6 - CCA de acordo com qualgquer das reivindicacdes
anteriores, em que a PCB (1) tem um par de bordos alongados
opostos (4, 5), tendo cada bordo do ditc par de bordos
opostos (4, 5) uma barra termicamente condutora (8)
localizada no mesmo.
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7 - CCA de acordo com a reivindicacao 6, em gue as
barras condutoras (8) do dito par de barras, tém espessura
uniforme e sdo mais grossas do que a PCB (1).

8 - CCA de acordo com a reivindicagao 7, em que cada
dita barra (8) estd localizada no seu bordo associado (4, 5)
nivelado com a primeira face maior (9) da PCB (1) e que se
prolonga para além da segunda face maior (10) da PCB (1).

9 - CCA de acordo com a reivindicacdo 7, em que cada
dita barra (8) estd localizada no seu bordo associado (4, 5),
de modo a projectar-se para além tanto da primeira e como da
segunda faces maiores (9, 10) da PCB (1), projectando-se cada
dita barra (8) da mesma distancia para além a primeira face
maior (9).

10 - CCA de acordo com qualquer das reivindicacges
anteriores, em que a ou cada barra de condugdo térmica (8) se
prolonga dentro do mesmo plano que a PCB (1).

11 - CCA de acordo com qualquer das reivindicacdes
anteriocres, que inclui ainda um dissipadcr de calor (11) em
contacto térmico directo com a ou cada barra de condugdo (8).

12 - CCA de acordo com qualquer das reivindicacgdes
anteriores, em que a periferia (12) do dissipador de calor
(11) estd apertada contra a ou cada barra de conducdo (8).

13 - CCA de acordo com qualquer das reivindicac¢des
anteriores, em gue o material de condugdo térmico estéd
disposto entre o dissipador de calor (11) e a ou cada barra
de conducao (8).

14 - CCA de acordo com a reivindicacao 11, em gque ©
dissipador de calor (11) ¢ integralmente formado na ou em

cada barra de condugao (8).

Lisboa,
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FIGURA 1
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FIGURA 2
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